규격서
D5-CM SoM(System on Module) 제품 제작

	구분
	내용

	사업명
	D5-CM SoM(System on Module) 제품 제작

	목적
	'D5-CM SoM(System on Module)' 목업제품의 제작

	예산
	금 44,000,000원 (VAT 포함) 
— 공급가액 40,000,000원 + 부가세 4,000,000원

	사업자선정방식
	협상에 의한 계약

	납품기한
	계약체결일로부터 90일 이내 (12월말까지)

	개발(제작) 기간
	계약일로부터 90일 이내




I. 개요
1. 목적
1. 본 사업은 ㈜텔레칩스의 Dolphin5 기반의 'D5-CM SoM(System on Module)' 목업 제품을 제작하는 데 있다.
2. 품명
1. 시제품 제작: D5-CM SoM(System on Module) 제작
1. 상세 내역은 'II. 일반사항' 및 별첨 과업지시서 참조
3. 예산 
	항목
	금액

	공급가액
	40,000,000원

	부가세
	4,000,000원

	합계
	44,000,000원


4. 사업자선정방식
1. 협상에 의한 계약
5. 입찰참가자격
1. 「국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정」에 의하여 전자입찰서 제출마감일 전일까지 입찰참가 등록한 자
1. 하드웨어 회로 설계 및 임베디드 시스템 시제품 제작 및 생산 역량을 보유한 업체
6. 납품기한
1. 납품기한: 계약체결일로부터 120일 이내 (12월말까지)



II. 일반사항
1. 과업 수행 및 납품
제작 범위
1. 계약상대자는 발주처가 제공하는 Telechips Dolphin5 프로세서를 기반으로 하는 System on Module(D5-CM)의 설계 및 PCB Artwork자료를 검토하고 시제품을 제작해야 한다.
1. PCB
7. 14-Layer, 1.6T
7. HDI Any-Layer 구조 적용
7. EM-37B(Z) 적용 (High-Tg)
7. IPC-Class2 만족 필요 (SMT 포함)
1. 시제품 제작을 위한 PCB 개발비 및 시제품 제작을 위한 BoM 및 부품 소싱을 포함한 단가를 제안해야 한다.
1. V0.1.0 DRAM 사양
9. LPDDR5 561-ball
9. Ball Size: 0.24mm, Pitch: 0.4mm  Width/Space: Min 40/45 대응 필요
1. 시제품 제작을 위한 PCB 개발비 및 시제품 제작을 위한 BoM 및 부품 소싱을 포함한 단가를 제안해야 한다.
산출물 작성
1. (산출물 리스트를 HW에 요청해서 받아야 함.)
1. PCB 검사 성적서, AOI 검사 성적서 제출이 필요하다.
제작 및 품질 준수
1. 시제품 제작에 사용되는 모든 부품은 정품 및 신품(New)을 사용해야 하며, 산업용 등급(Industrial Grade)에 준하는 신뢰성을 확보해야 한다.
1. 발주처가 요구하는 기구 규격(Form Factor) 및 부품 사양을 엄격히 준수하여 제작해야 한다.



2. 검수 및 인수 조건
산출물 검수 
1. 납품 시 다음의 산출물을 모두 제출해야 하며, 누락 시 인수를 거부할 수 있다.
15. PCB 검사 성적서, AOI 검사 성적서
성능 검사 
1. 부팅 및 동작: 제작된 모듈은 전용 지그 또는 발주처의 평가 보드에서 정상적으로 부팅(Booting)되어야 하며, OS 진입에 문제가 없어야 한다.
1. 전기적 특성: 발주처가 제공한 '테스트 시나리오 및 평가항목'에 따라 주요 신호 및 전원 레벨이 허용 오차 범위 내에 있어야 한다.
1. 단위 테스트(Unit Test): CPU, Memory, PMIC 등 주요 부품 간의 통신 및 인터페이스 기능이 정상 동작함을 입증해야 한다.


검수 절차 
1. 공급자는 납품 전 자체 테스트(AOI)를 수행하고 그 결과가 포함된 시험성적서(Test Result Report)를 제출해야 한다.
1. 최종 검수는 수요기관 담당자 입회 하에 주요 기능에 대한 시연 및 산출물 확인으로 진행한다.
1. 성능 미달 또는 문서 내용이 부실할 경우, 수요기관은 보완을 요청할 수 있으며 공급자는 지체 없이 이를 이행해야 한다.
3. 기술이전
1. 계약업체는 설계 변경 사유와 적용 기술에 대하여 수요기관 담당자에게 기술 리뷰(Design Review) 및 기술 이전을 시행해야 한다.
1. 납품 시, 수정된 설계 내역(Revision History)이 포함된 기술 문서를 제공하여 향후 수요기관이 독자적으로 유지보수할 수 있도록 지원해야 한다.


4. 사후관리 및 보안
하자담보책임기간
1. 최종 검수 완료일로부터 3년으로 한다.
장애 조치
1. 하자담보책임기간 내 설계 결함이나 제작 불량 발생 시, 계약업체는 통보받은 날의 다음 날(익일)까지 원인 분석 및 대응 방안을 제시하고 무상으로 조치해야 한다.
보안 유지
1. 본 사업 수행 중 취득한 기술 정보(회로도, 소스코드 등)는 절대 외부에 유출할 수 없으며, 착수 및 완료 시 대표자 및 참여자 전원의 보안서약서를 제출해야 한다.












III. 제안서 평가기준
1. 평가 방법
1. 평가위원회를 구성하여 제안서 검토 후 기술능력평가 및 입찰가격평가를 실시한다.
※ 평가 비율: 기술 90% : 가격 10% (종합평가)
2. 평가위원 구성 및 원칙
1. 평가위원회는 전문성과 공정성을 확보하기 위해 외부 전문가를 포함하여 구성한다.
1. 평가위원 명단은 비공개로 하며, 제안 업체는 평가 결과에 대해 이의를 제기할 수 없다.
3. 평가 기준
1. 기술능력평가 점수가 배점 한도의 85% 이상인 업체를 협상적격자로 선정한다.
주요평가항목
	구분
	평가 항목

	① 기술 부문
	이슈 해결 방안의 구체성, 회로 설계 역량, 시제품 제작 계획의 적정성

	② 관리 부문
	품질보증 계획, 사후관리(유지보수) 지원 체계, 납품 일정의 현실성

	③ 일반 부문
	업체의 재무구조 및 유사 사업 수행 실적 (최근 3년)


IV. 제안서 작성 일반지침
1. 일반 사항
1. 제안업체는 평가 항목을 준용하여 제반 요구사항의 만족 여부를 명확하고 간결하게 기술해야 한다.
1. 해당 사항이 없는 항목은 "해당 사항 없음"으로 명기한다.
2. 제안서의 효력
1. 제안서에 제시된 내용은 계약서에 명시하지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 가진다.
1. 제출된 제안서의 내용은 발주처가 요청하지 않는 한 변경할 수 없으며, 허위 사실이 발견될 경우 계약 해지 및 손해배상 책임을 진다.
3. 제안서 구성 내용 및 작성 방법
1. 제안서는 [별첨] 과업지시서의 요구사항을 충실히 반영하여 작성해야 한다.
1. 기술적 검증 자료(포트폴리오, 유사 사례 등)를 반드시 첨부해야 한다.
4. 제안서 작성 유의사항
1. 내용 중 "할 수도 있다", "고려하고 있다" 등의 모호한 표현은 불가능한 것으로 간주한다.
1. 제안과 관련된 소요 비용은 제안 업체가 부담하며, 제출된 자료는 반환하지 않는다.
1. 허위 작성이 확인될 경우 평가 대상에서 제외한다.
5. 제안서 제출
1. 제출 기한 및 장소: 입찰공고문 참조
1. 제출 서류: 제안서, 입찰참가신청서, 실적증명서, 보안확약서 등 입찰공고문에 명시된 서류 일체
6. 문의처
	구분
	담당자

	과업 및 기술 문의
	㈜텔레칩스 TOPST 사업개발팀 모우진 팀장 (Woojin.moh@telechips.com)

	입찰 및 계약 문의
	㈜텔레칩스 TOPST 사업개발팀 모우진 팀장 (Woojin.moh@telechips.com)




[별첨 1] 과업 지시서 
1. 과업명
D5-CM SoM 제품 제작 건
2. 과업 목표
Telechips Dolphin5 기반의 System on Module을 제작
3. 과업 범위 및 내용
1. D5-CM System on Module PCB제작
1. D5-CM System on Module 부품 도급 (사급품 제외)
1. D5-CM System on Module에 대한 DFM review 및 검토
1. D5-CM System on Module SMT 및 검수
1. D5-CM System on Module 포장 및 발송
1. 산출물 - PCB 검사 성적서 (Final Product Inspection Report), 출하성적서(외관, 디멘젼 정보)
4. 마일스톤별 일정 및 산출물
	Milestone
	Work Module
	Amount (만원)
	Deliverables

	M1
	PCB 제작 준비
	1,100
	PCB Tooling 결과서

	M2
	v0.1.0 보드 제작
	1,100
	AOI 검사 성적서

	M3
	V0.2.1 보드 제작
	2,300
	검증 및 인증 산출물


Total Cost : ₩ 45,000,000 (VAT 별도)
제작 기간 : 계약일로부터 120일
5. 수용 조건
	Milestone
	Work Module
	Acceptance Criteria

	M1
	PCB 제작 준비
	발주처와 공급처가 상호 협의하여 결정

	M2
	V0.1.0 보드 제작
	발주처와 공급처가 상호 협의하여 결정

	M3
	V0.2.1 보드 제작
	발주처와 공급처가 상호 협의하여 결정


7. 보고 및 협의
1. 공급자는 계약 체결 시점부터 종료 시점까지 과제의 진행현황을 발주처에 Event 마다 시작전/진행중/Event 후 정보 노티를 해야 한다.
1. 발주처 담당자와 협의를 통해 보고주기를 변경할 수 있다.
8. 공급자 제공 자료
※ 텔레칩스에서 테스트 시나리오 및 평가항목을 제공한다.
	Category
	Items

	Basic
	D5-CM Module 제작 관련 검수 자료

	Documents
	PCB/AOI 검사 성적서

	
	출하 성적서 (외관, 디멘젼 포함)


9. 인수확인
1. 공급자가 발주처에게 중간/최종 산출물 전달 후, 발주처는 본 계약에 정의된 요구사항이 해당 산출물에 적용되었는지 평가를 진행한다.
1. 공급자는 발주처가 인수테스트를 진행하는 데 필요한 지원(Sample, SW툴, Testing툴 등)을 제공해야 한다.
1. 산출물이 요구사항을 만족하지 못할 경우 발주처는 인수를 거부할 수 있으며, 공급자는 지체 없이 원인을 확인하고 해결한 후 다시 산출물을 제출해야 한다.
1. 재제출에 시간이 소요되는 경우 소요 기간을 먼저 발주처에 통보해야 하며, 재제출에 따른 추가비용은 발주처에 청구할 수 없다.
10. 공급자의 역할
1. 공급자는 용역과제 진행에 따른 산출물 제출 시, 발주처와 인수테스트를 반드시 진행해야 한다.
11. 발주처의 역할
1. 텔레칩스는 용역과제 진행에 따라 공급자로부터 산출물이 접수되는 경우, 산출물의 품질 확보를 위해 인수테스트를 진행해야 한다.
12. 보안 및 비밀유지 의무
1. 공급자는 본 과업 수행과 관련하여 취득한 모든 정보(문서, 데이터, 회의 내용 등)를 발주처의 사전 서면 승인 없이 제3자에게 누설하거나 다른 목적으로 사용할 수 없다.
1. 공급자는 착수계 제출 시, 과업 참여 인력 전원에 대한 보안각서를 제출해야 하며, 인력 변경 시에도 동일하게 적용한다.
1. 과업 수행 중 생성된 모든 자료 및 성과품은 발주처의 보안 규정에 따라 관리되어야 하며, 불량하거나 파기된 자료는 완전히 소각 또는 파쇄하여야 한다.
1. 본 조항을 위반하여 발주처에 손해를 끼친 경우, 공급자는 민·형사상의 모든 책임을 지며, 부정당업자 제재 등의 불이익을 감수한다.
13. 지식재산권 및 성과물의 소유
1. 본 과업 수행으로 인하여 발생한 결과물(보고서, 영상, 데이터, 소스코드 등 일체)에 대한 지식재산권 및 소유권은 발주처가 소유함을 원칙으로 한다.
1. 단, 본 과업 수행 이전부터 공급자가 보유하고 있던 기술이나 지식재산권은 공급자의 소유로 한다.
1. 공급자는 본 과업의 결과물이 제3자의 저작권, 초상권, 특허권 등을 침해하지 않도록 해야 하며, 이와 관련하여 분쟁이 발생할 경우 모든 법적 책임은 공급자가 진다.
14. 지체상금 및 계약의 해지
1. 지체상금: 공급자가 정당한 사유 없이 계약 기간 내에 과업을 완료하지 못하였을 경우, 국가계약법 및 관련 규정에 따라 지체일수 1일당 계약금액의 1000분의 1.25에 해당하는 지체상금을 납부하거나 대금에서 공제한다.
1. 계약의 해지: 발주처는 다음 각 호에 해당하는 경우 계약을 해지할 수 있다.
55. 공급자의 귀책 사유로 인하여 과업 기간 내에 과업을 완료할 가능성이 명백히 없다고 인정될 경우
55. 공급자가 정당한 사유 없이 발주처의 지시를 이행하지 않거나, 계약 조건을 중대하게 위반한 경우
55. 기타 과업 수행이 불가능하다고 인정되는 객관적인 사유가 발생한 경우
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